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Struktura Holovih elementa je takva da oni mogu da se proizvedu pomoću tehnologije integrisanih kola. U istom čipu se mogu integrisati i Holovi elementi i elektronika. Zato su integrisana kola sa Holovim elementima danas najviše korisćeni magnetski senzori. 

Procesna dokumentacija koju silicon foundries stavljaju na raspolaganje je optimizovana za razvoj elektronskih kola, i ne obuhvata sve podatke potrebne za razvoj Holovih senzora. Zato razvoj Holovih integrisanih kola cesto obuhvata i delimični reverse engineering procesa proizvodnje integrisanih kola, koji ima za cilj otkrivanje nepoznatih parametara tog procesa. 

Za neke primene magnetskih senzora, na povrsini pločice sa integrisanim Holovim elementima i elektronikom treba integrisati i debeo sloj od feromagnetskog materijala. Integracija feromagnetskog sloja nije kompatibilna sa uobičajenim procesom proizvodnje silicon foudry, pa mora da se reši kroz post-processing na drugom mestu. 

U predavanju ce biti pokazani primeri rešavanja ovih problema u razvoju nekoliko integrisanih Holovih senzora, koji se sada koriste kao sonde tri-aksijalnih teslametara, senzori ugla u auto-industriji, za bezkontaktno merenje elektricne struje, i kao kompasi u mobilnim telefonima. 

